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摘要(译)

本发明提供一种有机电子器件的元件封装用树脂组合物，其透明，具有
优异的柔软性，水蒸气阻隔性和粘合力，并且可以抑制黑斑的产生，用
于有机电子器件的元件封装用树脂片，有机电致发光元件和图像显示装
置。这种用于有机电子器件的元件封装用粘合剂树脂组合物用于密封有
机电子器件的元件，其特征在于含有二烯聚合物和软化剂，其中软化剂
的含量为5质量％至5质量％。占总质量的30％。
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